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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPAﬁé

- POR: "UN METODO PARA SOLDAR UN CUERPO A UNA BASH", A NOMBRE DE
STANDARD ELECTRICA, S.A., CON DOMICILIO;EN’MADRIﬁ,

CALLE DE RAMTREZ DE PRADO N¢ &

El invento se refiers a un método fara soldar un cuerpo
5 una base y en particular un cufio o un trozo éemiconduotor a un dig-
co hage o disipad§r de oalor.

Cuando se suelda un dado o trozo semivonductor a un disco
base o disipador de calor, es convencional introd&ci: una breforma de
goldadura entre el dade o trozo semioconductor y el elgmento de absor-
cilén de calor o preestatiar el dado o el disipador de §anr.

8i se utilize una preforma de soldadura, tienen que ali-
nearse cuidadoéamente tres componentes y si se gtiliza el método del
pre~estafiado no siempre es posible depositar la cantidad exacta de
soldadura requerida. En cualquier caso puede pfegentarae soldadura
excesiva o insuficientee 5i se utiliza soldadura excesiva, el exceso
sobresaldré y probablemente puenteard la unién del dado, cortociroui=
$ando por lo tanto la unidn; si se usa soldadure insuficiente, podrd

quedar un espacio hueco bajo el semiconductor con lo gue habrd un
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2.
contacto eléctrico y térmico nobre.

También hay la posibilidad, en los métodos seflalados an-
teriommente, de que el gas que estard presente en la soldadura duran—
te su estado liquido no pueda escapar y quede encerrado formando hue-
cos en la unidn soldada.

El presente invento proporciocna un método ae gsoldar wn
cuerpo & ﬁna base, que comprende las ctapas de hacer un agujero en
una cara de dioha base, insertar en dicho agujero una pella ds solda-
dura que es retenida allf, colocar dicho cuerpo en contacto intimo
con dicha base de forma que cubra completamente dicha pella de solda=
dura de dicho agujero, y aplicar suficiente ocalor para fundir dicha
pella de soldadura que por accidén ocapilar, va & la superficie de
unibén cusrpo-bases.

Ias precedentes y otras caracteristicas de acuerdo con el
invento se verdn en la descrincidn siguiente y con relacidn a los di-
bujos que se acompafian en los que:

Ia figura 1 répresen%a una vista en perspectiva de la
placa semiconductora, el disipador de calor y una pella de soldadura
dispuestas en sus posiciones respectivas;

la figura 2 vepresenta una vista en seccidn elevada de un
dispositivo de acﬁerdo con la figura 1.

Con relacibn a la figura 1, se han representado en pers-
pectiva una vista de la pieza de semiconductor 1, el disipador de ca-
lor 2, y una pella de soldadura 3 en sus posiciones respectivas. En
el disipador de calor o disco base 2 se¢ hace un pequefio agujero 4,
por ejemplo taladrando o punzando. La pella des soldadura 3, que iie-
ne forma de osfera y ligeramente mayor que el taladro 4 para asegu-
rar quo estard en su Fosicidn en lo que se reguiera, es forzada en al
agujero 4. El tamafio de la Dbola de soldadura 3 se dispone de forma

que haya un pequetio exceso de soldadura para un &rea de unidn dada,
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os decir determinada por la supeificie del elemento semiconductor 1.

Cusndo se inserta lhnbol; de soldadura 3 en el taladro 4
del disipador de calor 2, se coloca inmediatamenie el semiconductor
gobre el taladro 4 como se ha representado en el dibujo de acuerdo
con la figura 2, y se aplica sufiociente calor para que funda la s0l-
dadura. Cuando se ha llegado a’la temperatura de fusidn la bola de
soldadura se liouard dando un depdsito de soldadura que irid a la su-
perficie entre el semiconductor y la base por accidn capilare

La accién capilar oontinuard hasta que toda la supexrfi-
cie quede cubierta com una pelfcula continua de soldadura, parando
bruscamente en el borde del semiconductor. La cantidaed exacta de sol-
dadura requerida se suministra autométicamente, quedando en el aguje-
ro 4 cunlquier exceso tal como se ha representado en el dibujo de la
figure 2.

La accidén capilar asegura que el borde de avance de la
pelioula de soldadura arrastra cualquier bolsa de aire y gas quedando
asl wna junta libre de huecos.

El agujero 4 no necesita hacerse recto a través de la ba-
so 2 como se ha representado en el dibujo de acuerdo con la figura 2,
y de hecho puede ser un agujero olego o una muesca en la superficie
superior de la placa 2. El coriterio principal es gque haya una canti-~
dad suficientemente grande de soldadura on la placa base inmediata~
mente debajo de la posicidén del semiconductor, de forma que pueda
acomodarse la cantidad correcta de soldadura que al fundirse de un
pequefio exceso de soldadura para un aros de unidn dada, es decir, en
egte caso, la superficie del ouerpo semiconductor 1.

Se sobreentiende que la descripoidn precedente de ejem-
plos especificos de este invento ha sido dada a titulo de ejemplo ini
camente y no tiene que considerarse como una limitacidn de su aloance.

Bste invento corresponde a una solicitud de patente pre—

of oo



80

85

90 «

95

100

44

sentada en Inglaterra el 29 de Noviembre de 1965 y se acoge, por lo
tanto, a los beneficlos que otorgan los convenios internacionales vi~
gentes.
I il R B A il

Ios puntos de invencidn propia y nueva que se presentan
para que sesn objeto de esta patente de velnte atios son los siguien-
test

1 - Un método para soldar un ocuerpo a una base que com-
prende las etapas de hacef un agujero en una cara de dicha base, la
insercidn en dicho agujero de une bola de soldadura que se retiene
allf, colocando dicho cuerpo en contacto Intimo con dicha base pars
gue cubra completamente dicha bola de soldadura en dicho agujero, y
en aplicar sufioclente calor para gue se funda dicha bola de soldadura
que por aocidn capilar pasa a la superficie de contacto ousrpo-basoe

2 « Un método como el del punto 1 en el que dicho agujero
es ciego, siendo el diémgtro ¥y profundidad de este agujero tal que
tenga un volumen suficientemente grande para goomodar la cantidad co-
rrecta de soldadurs en ella de forma que ouando dicha bola se funda
da uwn ligero exoeso de soldadura pars una superfloie d? unién dada.

3 = Un método como el del punto 1 en el que dicho cuerpo
comprends un dado semiconductor.

4 « Un método como el del punto 3 en el que dloha dage
es un disipador de calor p&ra dicho dado.

5 = Un método para géldar un cuerpo & una bases

Tal y como se deseribe en la memoris que antecede, repro-
sentado en los dibujos que se acompafian y & los fines especifioados.
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Bsta memoria consta de ocinoco hojas esorites por una sola
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